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Servicezentrum Elektronik (ZE)

Leistungsangebot der
Elektronikfertigung

Die Gruppe ZE stellt Standardverfahren fiir die Er-
stellung und Priifung von elektronischen Baugruppen
und Geriten bereit, mit deren Hilfe Kundenauftrige
bearbeitet werden. Der Zustand dieser Standardverfah-
ren orientiert sich am allgemeinen technischen Stan-
dard sowie an den Kundenanforderungen. Das Angebot
umfasst

— die Geritekonstruktion: Konstruktion des Geriite-
aufbaus nach vorgegebener Schaltung und mecha-
nischen Vorgaben,

— die Leiterplattenkonstruktion nach vorgegebener
Schaltung,

— die Beschaffung aller erforderlichen Bauelemente,

— die Bestiickung von konventionellen und SMD Bau-
gruppen,

— das Bonden in Alu-Diinndrahttechnik mit Vollauto-
mat, 8 x6 Zoll Arbeitsbereich,

— Gehiusebeschaffung und -bearbeitung sowie Bedru-
ckung von Gehiuseteilen,

— Geriteaufbau und -verdrahtung, Herstellung von
Kabeln,

— die Baugruppenpriifung sowie Geriteabgleich und
Geritepriifung nach Vorgabe,

— die Dokumentation (Schaltplan, Layout, mechani-
sche Zeichnungen, Stiicklisten, Video-Bilder),

— die Reparatur und Wartung von Baugruppen und
Geriten.

Die zugehorige technische Ausstattung ist:

— Mechanikkonstruktion mit AutoSketch R6, das mit
AutoCAD kompatibel ist,

— Leiterplattenkonstruktion mit EAGLE Version 3.55,

— Bestiickung von SMD-Baugruppen mit hochwerti-
gen Geriten:

- Praziser Schablonen-Druck der reinigungsfreien
Lotpaste mit Hilfe eines Video-Korrektursystems,

- Bestiickung der Bauelemente mit Hilfe eines Halb-
automaten bis Pitch (Anschlussraster) 0.4 mm,

- Loten in der Dampfphase, das hei3t minimale ther-
mische Belastung (max. 215°C) der Baugruppe
unter Sauerstoffabschluss (keine Oxydation),

- SMD-Reparaturplatz,
- ESD-Absicherung der Fertigungszelle,

— Bondautomat Delvotec 6400 mit Bondkontrolle und
Pulltester,

— Moglichkeit der Erstellung von Priifprogrammen
mit Hilfe von LABVIEW und VISUAL BASIC.

Bauelemente fiir Leiterplattenbestiickung kénnen iiber
Wertkontraktabruf bei mehreren Distributoren schnell
beschafft werden. Der Entwurf einer Baugruppe un-
ter Verwendung von SMD-Bauelementen erfordert im
Gegensatz zu einer rein konventionellen Baugruppe
wesentlich mehr Voriiberlegungen, um eine prozess-
gerechte Fertigung zu ermdglichen.

Alle Informationen dazu finden sich auf den ZE-Web-
Seiten oder in der Broschiire ,,Richtlinien fiir die Fer-
tigung von Flachbaugruppen®.

Bonding

ZE war seit Mai 1999 an der Einfiihrung eines Bond-
prozesses im Rahmen des ZEUS Microvertexdetektors
(MVD) beteiligt, der wegen der erforderlichen unebe-
nen Materialien spezielle Bondtechniken umfasst. Das
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Abbildung 124: Bondautomat Delvotec 6400 im Ein-
satz beim Zeus-MVD.

Projekt wurde im Dezember 2000 erfolgreich abge-
schlossen und der Bondautomat von ZE iibernommen.
Fiir den MVD wurden etwa eine Million Bondverbin-
dungen aus 17.5 wm Aludraht hergestellt. Dazu wird ein
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Ultraschall-Reibschweiflverfahren verwendet, bei dem
jeder Bond individuell gesteuert und kontrolliert wird.
Zur Einstellung der kritischen Bondparameter wurde
ein Pulltester fiir die Bondverbindungen herangezogen.
Abbildung 124 zeigt den Bondautomaten im Einsatz.

Niheres zur Technologie ist auf den Web-Seiten oder
bei einer Besichtigung der Fertigungsanlagen verfiig-
bar.

Fris- und Graviersystem

Anfang 2000 wurde bei ZE ein Zentrum zum Friésen,
Gewindeschneiden und Gravieren eingefiihrt mit dem
Ziel einer ziigigen und flexiblen Bearbeitungméglich-
keit von Aluminiumplatten. Das System erhilt seine
Daten direkt aus den Ausgabedateien von zum Beispiel
AutoSketch oder AutoCAD. In einer Datenbank konnen
fiir die meisten der bei DESY verwendeten Standard-
Bauteile fiir Front- und Riickwinde die zugehorigen
Ausschnitte abgerufen werden.

Priifung von Baugruppen
und Geriten

Um gefertigte Elektronik sicher in Betrieb zu nehmen,
sind eindeutige Test- und Priifmethoden unerlésslich.
Dazu braucht ZE eindeutige Pline und Funktionsbe-
schreibungen (Blockschaltbilder). Mit dem Elektronik-
Priiffeld miissen parallel zur Entwicklung des Gerits
Test- und Priifmethoden formuliert und umgesetzt wer-
den. Das ist besonders wichtig bei hohen Stiickzahlen
und/oder externen Tests.



